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*请在安装和使用此真空热压键合机前，详细阅读本使用手册，并妥善保存以备日后参考。

*本说明书的内容及本产品的规格如有变更，恕不另行通知。

公司名称：苏州汶颢微流控技术股份有限公司

公司地址：江苏省苏州市工业园区方洲路 128号 1区 A幢

联系电话：0512-62525801

公司网址：www.whchip.com

E-mail：kf@whchip.com
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1. 产品简介
WH-2000B真空热压键合机是汶颢股份独立开发，具有独立知识产权的键合机。在

WH-2000A的基础上，提高了温控范围、升级了温度控制设置程序，用于玻璃、硅片、

晶元、蓝宝石、石英等基材的中低高温键合，是国内第一款硅基热压键合加工专用设备。

WH-2000B真空热压键合机不仅可以满足通不同气体下的中低高温键合，还可以满

足在真空环境下的中低温退火；其中高低温键合和中低温退火过程中的温度是可以灵活

设置和编程；键合压力在量程内也任意可编程设置与控制。

1.1 产品特点

(1) 使用恒温控制加热技术，温度控制精确；

(2) 铝合金工作平台，上下面平整，热导速度快，热导均一；

(3) 加热面积大，涵盖常用大小芯片；

(4) 风冷降温，降温速率均一，有利于提高键合效果；

(5) 压力精确可调，针对不同的基材选用不同的压力控制；

(6) 采用独特的真空热压系统，在保证片材不被损坏的情况下大幅度提高键合成功

率。

1.2 技术参数

 键合平台：230×200(长×宽)mm；

 平台平行度：0.05mm；

 可键合芯片厚度：0~140mm(可键合芯片的长宽 140*140mm)；

 额定电压：AC220V/50HZ；

 压力范围：0~3.5KN；

 压力显示精度：±0.1KN

 额定功率：1.4KW；

 控温范围：室温~300℃；

 温控精度：±1%（100℃以下±1℃）；

 上下板最大温差：3℃；

 均匀升温速率：4℃/min（100℃以下）；3℃/min（100℃~200℃）；2℃/min（200℃

以上）；快速升温速率：10℃/min

 支持温度编程段数：10段控温；
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 真空度：KPa级别

 外接气氛接口：2×DN10

 外形尺寸：470×415×876(长×宽×高)mm；

 重量：80kg；

2. 特征图解
(1) 气缸；

(2) 精密调压阀；

(3) 玻璃观察窗；

(4) 电源接口；

(5) 显示界面和参数设置界面；

示意图 1

(6) 真空表；

(7) 气压数显表；

(8) 密封圈；

(9) 进气口；

(10)气源进口；

(11)真空抽气口。

示意图 2

*注：以上图案以实物为准，如有变动，请咨询厂商。

3. 放置及安装

3.1 放置

(1) 真空热压键合机应放置在稳固的水平操作台上，应保证真空热压键合机处于平稳

状态。

(2) 真空热压键合机应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体、无大量尘埃的洁净环境中

使用。设备应远离高温及蒸汽，避免暴露在阳光的直射下。

(3) 真空热压键合机的背面、顶部及两侧应具有 30 cm以上的间隔空间。
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3.2 压力系统连接

将空气压缩机接通电源，气源输出端连接热压机背面气缸输入端。

3.3 设备状态检查

开启真空热压机电源开关之前确保工作界面上的控制开关处于关闭状态。连接好气

路，测试压板的运行状况，把控制压板的开关按下然后再按一下，压板能够上下运动，

说明设备气路正常。如果压力表不工作，加热模块不工作，请检查压力表和加热模块或

热传感器的连接是否正确，或立即与公司或维修站的技术人员联系。

4. 操作指南
设备操作应严格按照以下步骤进行：

(1) 检查真空热压键合机，真空泵和空气压缩机的电源线连接是否正确，检查各部分

的气路管线连接是否正确，关闭系统每个部分的阀门和开关。

(2) 将需要键合的芯片放在工作平台（或相应夹具）中间位置，调整压板运行的行程，

关闭舱门，打开真空泵，抽掉热压机内部的空气。

(3) 运行压板控制开关，确定芯片上受压的压力。

(4) 温度设定：在参数设置所需的温度。

(5) 升温设定：在参数设置所需的升温时间和温度保持时间。

(6) 阶段设定：在参数设置所需的键合温度阶段，可设置步骤 10段。

(7) 点击运行上、下板加热按键，开始进行加热键合。

(8) 热压键合结束，停止上、下板加热按键，使加热板处于停止工作状态。

(9) 自然降温或连接氮气进行降温。

(10)关闭热压机连接真空泵的手动阀，关掉真空泵。

(11)待温度降至 50度以下后，点击停止压板开关，压板抬起，完成键合。

5. 芯片键合操作流程

第一步：开机

电源接口和开关安装在真空热压键合机侧面，通过标配电源线给仪器供电，按红色开

关，打开仪器。

第二步：加热模式选择
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*注意：

(1)先压合再加热模式：先压合芯片，确定压力，确定温度，再进行加热；

(2)先加热再压合模式：先确定温度，等温度恒定后，再压合芯片；

第三步：打开舱门，在两块加热板之间放入预键合的芯片，并关闭舱门

*注：对齐并放置好芯片，芯片上下面放置抛光的钢化玻璃，防止芯片因热变形导致表面

不平。

打开电源，每次开机后压

板压力值自动归零

模式选择：

1、先压合再加热模式；

2、先加热再压合模式；

每次作业前先确定使用

模式，再作业。
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第四步：抽掉舱体里面的空气

真空抽气管连接，真空泵打开

把手旋紧至垂直

泄气阀关闭 抽气阀打开
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第五步：对芯片加压

建议点击运行压板开关前先将气压调到一个较小的值，运行压板开关后慢慢增大压力

值，避免因压力过大损坏芯片。

*注：不同规格芯片键合压力不一样，键合压力根据实际情况而定

第六步：在参数设置界面，设置所需的温度、升温时间、温度保持时间、和键合的阶

段；在显示界面运行，加热芯片。

点击数字，可以直接输入，左右箭头分别是步骤减一加一

调节调压阀钮，至压力符合要

求压力指数为止

气压表显示当前气压的压力值

按下压合开关，显示屏显示压板当前压力值
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*注：极限温度 300℃
点击运行加热键，按键变红表示正在加热。

设置完毕，

点击确定键。

设置保持温度。
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第七步：热压键合结束，停止加热按键

*注：不同规格芯片键合时间不同，键合时间根据实际情况而定。

第八步：关闭真空泵的手动阀，泄压

*注：先关闭热压机连接真空泵的手动阀，再关闭真空泵。

第九步：打开门，点击运行风扇开关对芯片进行冷却（切记不可停止压板开关）

点击停止加热键，变暗表示停止加热。

关闭手动阀，停止热压机内部抽气工作。

点击运行风扇开关，变红表示风扇工作。



苏州汶颢微流控技术股份有限公司
Suzhou Wenhao Microfluidic Technology Co.,Ltd. 文档版本 V2.0（2020-08-18）

WH-2000B 真空热压键合机|苏州汶颢微流控技术股份有限公司 11

第十步：冷却完毕后，点击停止压板开关，取出键合的芯片

6. 操作注意事项
(1) 启动压板开关时，避免因为误操作而压伤手指，造成事故。

(2) 在取压合芯片之前，确保两个加热板已经冷却至常温，以免烫伤。

(3) 如使用有机溶剂进行辅助键合时，切记远离裸露电线及明火，以免发生危险。

(4) 在运行过程中若突然出现故障，需要检查气缸或电子元器件时，一定要关闭电源，

拨掉电源插头，停止进气，压力数显表显示为零，真空表为零后才能进行检修，

否则有危险！！！

(5) 抽真空后，必须先关闭真空抽气口的阀门，再关闭真空泵，以保证真空泵里面的

真空油不会倒吸至热压机内，损伤产品。

安全注意事项
拆开包装后，请按照装箱单详细检查配件，如有缺失，请联系销售商。注意必须将所有包装和泡

沫垫卸下，否则有可能因热量不易散发或受到其它外界因素的影响引起火灾。

操作前请详细阅读本说明书全部内容，并严格按照要求依次进行操作。若用户因不规范操作或违

规操作而导致的人身伤害事故、仪器损害、财产损失，制造商将不予承担。

警告：

（1）设备安装必须符合国家相关技术与安全规范。

（2）设备安装必须有过载短路与接地等保护措施。

（3）对于用户不当使用或超出设备额定参数使用所发生的人员伤害与财产损失，制

造商不承担任何责任。

（4）设备出现故障应及时与销售商或厂家联系，切勿自行打开机壳。

点击停止压板开关，压板抬起
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售后服务

(1)设备从购买之日起，整机保修壹年。

(2)保修期内，因产品质量问题造成损坏的一切零配件可以免费更换，无偿维修。

(3)凡超过保修期需要维修时，则收取上门服务费、维修费和更换的零件费。

(4)用户应核对所购设备的型号和出厂编号是否与本保修卡所填资料相符，若设备上标注的型号、出

厂编号和保修卡所填的资料曾被删改，涂污或丢失，则设备的保修随即失效。

(5)保修期内若设备出现故障，请尽快与公司维修站的技术人员联系，以免影响您的使用或造

成保修期限的延误。

(6)当设备交给用户并验收后，以下的情况不在保修范围内：超过保修期限的设备；未按说明

书要求连接电源而造成设备的故障和损坏；因用户不正确的运输、保管、安装和使用而造成设

备的故障和损坏；由于非专业人员的拆修而造成设备的故障和损坏；安装后因移动或跌落而造成

设备的故障或损坏；使用环境（如电源、水源、温度、湿度等）是非本公司所能控制的因素而造

成设备的故障和损坏； 因意外灾害事故（水灾、火灾、煤气事故等）而造成设备的故障和

损坏。如果以上情况发生，用户要求维修，公司维修站的技术人员将会收取上门服务费、维修

费和更换的零件费。因此在使用本产品前请仔细阅读使用手册。

(7)维修站的技术人员会按距离远近和交通状况收取上门服务费。

(8)欢迎您对我们产品的质量和售后服务提出宝贵意见。

(9)公司维修站在接到用户的报修信息后 24 小时内给予响应。

公司名称：苏州汶颢微流控技术股份有限公司

公司地址：江苏省苏州市工业园区方洲路128 号1 区A 幢

联系电话：（0512）62525801

公司网址：www.whchip.com

E-mail：kf@wenhaochip.com

http://www.whchip.com/
mailto:pliu@wenhaochip.com
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Suzhou Wenhao Microfluidic Technology Co., Ltd.
苏州汶颢微流控技术股份有限公司

装箱清单

名称 单位 数量

WH2000B真空热压键合机 台 1

电源线 根 1

气管（外直径 10mm） M 4

双抛玻璃（4英寸*4mm） 块 2

质检报告 份 1

合格证 份 1

说明书 份 1

保修卡 份 1

***注：清点包装箱内的附件和印刷资料，箱内的附件和资料请按照装箱清单对照检查。

附件设备

名称 单位 数量

空气压缩机 台 1

旋片式真空泵 台 1

真空管（内径 14mm） M 1.8


	1.1 产品特点
	1.2 技术参数
	3.1 放置
	3.2 压力系统连接
	3.3 设备状态检查
	售后服务

